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研究開発の成果

令和元年度採択 ５Ｇ移動通信システムの実現に向けた低誘電率樹脂の直接接合技術の開発

株式会社電子技研（大阪府) 主たる技術：接合・実装に係る技術

本プロジェクトでは５Ｇ高速通信回路基板の製造に不可欠な難接着材料のダイレクト接合を
可能とするプラズマ表面改質技術とフィルムロールを連続プラズマ処理できるロールｔｏロール型
プラズマ表面改質装置の開発を実施した

■プラズマ表面改質技術
・電子技研独自プラズマ表面改質技術を開発し、難接着材料（フッ
素樹脂等）を表面粗化せずにダイレクト接合できる技術を開発した
（界面平坦度：100nm以下・接合強度：7N/cm以上を達成）
・本開発技術で試作した積層基板が従来技術より優れた高周波特性
を有することを実証した
（伝送損失65GHz：-5dB以下を達成）

■ロールｔｏロール型プラズマ表面改質装置
・フィルム基材を連続ロールｔｏロールで減圧プラズマ表面改質処理で
きるロールｔｏロール型プラズマ表面改質装置を開発製造した
（各種フッ素フィルム安定テンション走行技術を開発）
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ロールｔｏロール型減圧プラズマ表面改質装置

難接着材フラット接合 高い高周波特性
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